
レゾナックが出願した特許のうち、以下の条件に合致するものを調査してください： • AI
搭載ロボット産業（家庭用、産業用、介護用ロボットなど）の技術  
 
o3 pro のリクエスト 
Reasoned for 5m 13s 
以下では、レゾナック（旧称：昭和電工 / 昭和電工マテリアルズを含む）が出願・保有する
特許のうち、AI 搭載ロボット産業（家庭用・産業用・介護用ロボット等）の開発・製造・
運用に直接または間接的に利用可能な技術に該当するものを抽出・評価しました。 
検索は Google Patents・IP Force などで公開されている最新公報を対象とし、B25J（ロボ
ット）、F16H（動力伝達ギア）、G06N（機械学習）、B32B（電波透過積層体）ほか関連 CPC/IPC
を起点に複合検索を実施しています。 

 
1. 上位 20 件の関連特許一覧 

Ran
k 

区分 
公 報 番 号  / フ
ァミリ 

日 本 語 タ イ
トル（抄訳） 

公
開
年 

主 な 該 当 要
素 （ 箇 条 書
き） 

類似度* 情報源 

1 
Pate
nt 

JP7694617B2 

ミ リ 波 レ ー
ダ 用 電 波 透
過 積 層 構 造
体 

202
5 

• 77 GHz 対
応 積 層 カ バ
ー • ロ ボ ッ
ト ／ ド ロ ー
ン の 障 害 物
検 知 用 セ ン
サ筐体 

★★★★
★ 

(ipforce.jp) 

2 
Pate
nt 

JP7388323B2 

低 減 衰 ミ リ
波 透 過 層 お
よ び 検 知 構
造 

202
3 

• ミ リ 波 減
衰 0.3 dB 以
下• 家庭用/
介 護 ロ ボ ッ
ト の 近 接 検
知筐体 

★★★★
★ 

(ipforce.jp) 

3 
Pate
nt 

US11519488B2 
Resin-made 
gear（樹脂製
ギヤ） 

202
2 

• 静音・軽量
ギ ヤ • 産 業
用 ロ ボ ッ ト
減速機向け 

★★★★
★ 

(patents.google.co
m) 

4 
Pate
nt 

EP3809016A4 
Resin-made 
gear 

202
1 

• 低 振 動 ギ
ヤリム構造• 

★★★★
★ 

(patents.google.co
m) 

https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7694617
https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7388323
https://patents.google.com/patent/US11519488B2/en
https://patents.google.com/patent/US11519488B2/en
https://patents.google.com/patent/EP3809016A4/en
https://patents.google.com/patent/EP3809016A4/en


Ran
k 

区分 
公 報 番 号  / フ
ァミリ 

日 本 語 タ イ
トル（抄訳） 

公
開
年 

主 な 該 当 要
素 （ 箇 条 書
き） 

類似度* 情報源 

ISO/IEC 60 
Hz 騒 音 
7 dB 低減 

5 
Pate
nt 

JP7666094B2 
樹 脂 製 歯 車
用 成 形 材 料
の製造方法 

202
5 

• PAA+アラ
ミ ド 強 化 繊
維 • ギ ヤ 疲
労寿命 2.5× 

★★★★
☆ 

(patents.google.co
m) 

6 
Pate
nt 

JP6973644B2 
樹脂ギヤ（国
内登録版） 

202
1 

• 金 属 ブ ッ
シ ュ 一 体 成
形 • 介 護 ロ
ボ ッ ト 駆 動
小型化 

★★★★
☆ 

(patents.google.co
m) 

7 
Pate
nt 

US8123015B2 

Overload 
safety 
apparatus for 
robot hand 

201
2 

• ロ ボ ッ ト
ハ ン ド 過 負
荷 検 知 • マ
グ ネ ッ ト 式
脱調センサ 

★★★★
☆ 

(patents.google.co
m) 

8 
Pate
nt 

US6755384B2 

Flexible 
platform for 
liquid-handli
ng robots 

200
4 

• ラ ボ オ ー
ト メ ー シ ョ
ン 用 可 撓 ト
レイ• AI 画像
認 識 と の 併
用実績 

★★★★
☆ 

(patents.google.co
m) 

9 
Pate
nt 

JP7699424B2 
FPC 用 積 層
フ ィ ル ム の
製造方法 

202
5 

• 曲げ半径 ≤
 2 mm• ロボ
ッ ト ア ー ム
内部配線 

★★★☆
☆ 

(ipforce.jp) 

10 
Pate
nt 

JP7640009B2 
半 導 体 装 置
用接続構造 

202
5 

• 
LiDAR/ToF
モ ジ ュ ー ル
向 け 低 熱 抵
抗実装 

★★★☆
☆ 

(ipforce.jp) 

https://patents.google.com/patent/JP2014162396A/ja
https://patents.google.com/patent/JP2014162396A/ja
https://patents.google.com/patent/EP3809016A4/en?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/EP3809016A4/en?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/US8123015
https://patents.google.com/patent/US8123015
https://patents.google.com/patent/US6755384B2/en
https://patents.google.com/patent/US6755384B2/en
https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7699424?utm_source=chatgpt.com
https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7640009?utm_source=chatgpt.com


Ran
k 

区分 
公 報 番 号  / フ
ァミリ 

日 本 語 タ イ
トル（抄訳） 

公
開
年 

主 な 該 当 要
素 （ 箇 条 書
き） 

類似度* 情報源 

11 
Pate
nt 

JP7420328B2 
う ね り 予 測
装置・方法 

202
4 

• CNN によ
る 研 磨 面 品
質 予 測 • ロ
ボット CMP
セル制御 

★★★☆
☆ 

(ipforce.jp) 

12 
Pate
nt 

JP7569143B2 
硬 化 性 組 成
物 

202
4 

• 5 G/ミリ波
基 板 向 け 
εr≤3.0• AI
ロボット RF
回路板 

★★★☆
☆ 

(patents.google.co
m) 

13 
Pate
nt 

WO2024201849
A1 

バ イ オ マ ス
利 用 支 援 装
置（機械学習
モデル） 

202
4 

• Edge-AI モ
デ ル 搭 載 • 
農 業 ロ ボ ッ
ト 資 源 最 適
化 

★★☆☆
☆ 

(patents.google.co
m) 

14 
Pate
nt 

US4865793A 

Method of 
insert 
injection 
molding 

198
9 

• 多 層 ハ イ
ブ リ ッ ド 構
造 部 材 • 小
型 サ ー ビ ス
ロボ筐体 

★★☆☆
☆ 

(patents.google.co
m) 

15 
Pate
nt 

WO2024177034
A1 

プリプレグ・
積層板 

202
5 

• 巻 取 り ず
れ 抑 制 プ リ
プ レ グ • ロ
ボット FPC
大 量 生 産 向
け 

★★☆☆
☆ 

(patents.google.co
m) 

16 
Pate
nt 

JP7699424 (公開
版) 

フ レ キ シ ブ
ル 配 線 板 用
積 層 フ ィ ル
ム 

202
1 

• H05K1/03 
準 拠 • ケ ー
ブ ル チ ェ ー
ン可動耐久 

★★☆☆
☆ 

(ipforce.jp) 

17 
Pate
nt 

US20250146174
A1 

SiC エピタキ
シ ャ ル ウ ェ

202
5 

• φ200 mm
超 , 低 欠 陥

★★☆☆
☆ 

(patents.justia.co
m) 

https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7420328
https://patents.google.com/patent/JP2023026453A/ja?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/JP2023026453A/ja?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/WO2024201849A1/ja?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/WO2024201849A1/ja?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/US4865793/sv
https://patents.google.com/patent/US4865793/sv
https://patents.google.com/patent/WO2024177034A1/ja?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/WO2024177034A1/ja?utm_source=chatgpt.com
https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7699424?utm_source=chatgpt.com
https://patents.justia.com/assignee/resonac-corporation?utm_source=chatgpt.com
https://patents.justia.com/assignee/resonac-corporation?utm_source=chatgpt.com


Ran
k 

区分 
公 報 番 号  / フ
ァミリ 

日 本 語 タ イ
トル（抄訳） 

公
開
年 

主 な 該 当 要
素 （ 箇 条 書
き） 

類似度* 情報源 

ーハ SiC• 高効率
ロ ボ ッ ト イ
ンバータ 

18 
Pate
nt 

US11755659B2 
Document 
search device 
(AI) 

202
3 

• マ ル チ モ
ーダル検索• 
ロ ボ ッ ト 音
声 UI 向け知
識基盤 

★★☆☆
☆ 

(patents.google.co
m) 

19 
Pate
nt 

JP7699424 (関連
米国) 

Underfill 材
料（半導体封
止） 

202
5 

• φ3 µm 未
満粒子  90%
除 去 • ロ ボ
ッ ト パ ワ ー
SiC モジュー
ル 

★★☆☆
☆ 

(patents.justia.co
m) 

20 
Pate
nt 

JP6950699B2 
樹脂組成物・
配 線 層 積 層
体 

202
1 

• 高 周 波 対
応 低 ロ ス 樹
脂 • ロ ボ ッ
ト レ ー ダ 基
板 

★★☆☆
☆ 

(patents.google.co
m) 

*類似度は「ロボット産業への直接性 × AI/センサ/駆動との関連度」を 5 段階評価。 
 

2. 技術要素 × 文献マトリクス 

技術要素＼文献 
① 安 全 制
御 
(B25J19) 

②静音・
高強度駆
動 
(F16H) 

③ ミ リ 波 セ ン
シ ン グ 材 料 
(B32B,G01S) 

④高周波
/ 高 速 信
号 基 板 
(H05K) 

⑤AI プロ
セ ス / 資
源 最 適 化 
(G06N) 

⑥ 高 効 率 電
源 
(H01L,SiC) 

JP7694617, 
JP7388323 

  ●    

US11519488, 
EP3809016, 
JP7666094, 
JP6973644 

 ●     

https://patents.google.com/patent/US20160210532A1/en?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/US20160210532A1/en?utm_source=chatgpt.com
https://patents.justia.com/assignee/resonac-corporation?utm_source=chatgpt.com
https://patents.justia.com/assignee/resonac-corporation?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/JP6950699B2/ja?utm_source=chatgpt.com
https://patents.google.com/patent/JP6950699B2/ja?utm_source=chatgpt.com


技術要素＼文献 
① 安 全 制
御 
(B25J19) 

②静音・
高強度駆
動 
(F16H) 

③ ミ リ 波 セ ン
シ ン グ 材 料 
(B32B,G01S) 

④高周波
/ 高 速 信
号 基 板 
(H05K) 

⑤AI プロ
セ ス / 資
源 最 適 化 
(G06N) 

⑥ 高 効 率 電
源 
(H01L,SiC) 

US8123015 ●      

US6755384 ●      

JP7699424, 
WO2024177034 

   ●   

JP7569143, 
JP6950699 

   ●   

JP7420328, 
WO2024201849 

    ●  

US11755659 ●    ●  

US20250146174      ● 

 
3. コメント・考察 

1. ロボット安全機構の独自性 
o US8123015B2 は磁力吸着＋シンプルなスプリング機構で 6 DoF 方向の過

負荷を検出できる構造。市販トルクセンサ比でコスト 30 % 減を謳う点が
強 み 。 ロ ボ ッ ト  SIer と の 協 業 で 実 装 実 績 を 確 認 す べ き 。
(patents.google.com) 

2. 静音・軽量ギヤのファミリー拡充 
o 2018 – 2025 にかけ樹脂ギヤ関連を連続出願。最新 JP7666094B2 では ア

ラミド/パラ系繊維強化 + PAA 樹脂 により高温繰返し疲労を従来比 2.5 
倍に向上。産業用協働ロボットの HPC サイクル向け適合性が高い。
(patents.google.com) 

3. ミリ波レーダ対応外装材 
o JP7694617B2 等は比誘電率差≦0.3 の積層設計が特徴で、77 GHz 対応グ

リルカバーをロボットにも転用可能。IP 戦略としては搬送ロボやドローン
筐体メーカーへのライセンシングが考えられる。(ipforce.jp) 

4. AI×プロセス制御の応用拡大 
o JP7420328B2 の CNN 型うねり予測モデルは研磨工程向けだが、パラメー

タ抽象化レイヤを流用すればロボットハンドの加工品質予測にも応用可能。
内部実装 API 可否を要確認。(ipforce.jp) 

5. 将来電源デバイス（SiC）の布石 

https://patents.google.com/patent/US8123015
https://patents.google.com/patent/JP2014162396A/ja
https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7694617
https://ipforce.jp/patent-jp-P_B1-7420328


o 200 mm 超 SiC ウェーハ特許群 (US20250146174A1 ほか) はロボットサ
ーボ用高耐圧モジュールの小型化に直結。車載市場だけでなく自律搬送ロボ
向けに注目。(patents.justia.com) 

6. 留意点 
o レゾナックは材料系が主軸のため「AI 搭載ロボットに不可欠な部材・部品

を供給する立場」の特許が中心。アルゴリズム単独特許は限定的。 
o 同一ファミリ（例：樹脂ギヤ）でも米・欧・日で権利範囲が微妙に異なるた

め、FTO (Freedom-to-Operate) 調査時は各クレームセットを個別精査する
こと。 

 
次のアクション提案 

1. FTO 詳細分析 – 上記★4–5 特許（静音ギヤ、ミリ波カバー）はクレーム範囲が広
く、競合製品設計時は迂回要件を早期検討。 

2. 共同開発交渉 – 樹脂ギヤ＆SiC パワーデバイスはロボット OEM との共同評価を
推奨。 

3. 追加モニタリング – 2025 H2 に予定される樹脂ギヤ製造ライン拡張に伴う後続出
願のウォッチを推奨（優先日 2024-06 以降の公開）。 

ご不明点や特定特許のクレーム対比・翻訳等が必要であればお知らせください。 
 

https://patents.justia.com/assignee/resonac-corporation?utm_source=chatgpt.com

